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Part Material Plating

1 Housing Diecast min. 2 μm Sn over Ni

2 Insulators LCP / tbd. -

3 Signal contact Brass min. 0,12 μm Au over Ni interface

4 Plastic housing PA GF30 -

Ecke des PCB
Adge of PCB
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Empfohlenes Leiterplattenlayout - ( nur zur Information )
Recommended PCB Footprint - ( only for information )

Lötfläche / solder area

Auflage frei von Lot /
Keep out area, free of solder

1) Padbreite 0,2mm min./
    Pad width 0,2mm min.
2) Lötpastendicke 0,1mm min./
    Thicknes of soldering paste 0,1mm min.
3) Alle Durchgangsbohrungen mit
    Paste auf der Rückseite/
    All through holes inclusive pads
    on backside

4) Alle Durchgangsbohrungen/
    All through holes

5) Lötfläche und Auflagefläche/
   Solder area and keep out area

l O 0.05 M A

m 0.2 A B-B

Key d

Bemerkung / note:
Steckbereich nach / Interface acc.
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